
 

 

2021 年 7 月 20 日 

                          TANAKA ホールディングス株式会社 

田中貴金属工業 

パワーデバイス向け「活性金属ろう材/銅 複合材」を開発 
パワーデバイスにおける放熱分野への活用や次世代ヒートシンクへの貢献、 

さらに顧客ニーズに合わせたプロセス提案や試作提供も可能 

TANAKA ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：田中 浩

一朗）は、田中貴金属グループの製造事業を展開する田中貴金属工業株式会社（本社：東京都千代田

区、代表取締役社長執行役員：田中 浩一朗）が、パワーデバイス向けに工数削減を可能にする「活

性金属ろう材/銅 複合材」を開発したことを発表します。 

本製品は、銅（Cu）材の片側に活性金属ろう材を複合化（クラッド）した製品です。セラミック

ス（酸化物、窒化物、炭化物）や炭素素材など任意の材料にダイレクトに接合することができるため、

パワーデバイス用セラミックス回路基板や次世代ヒートシンクへの適用が期待されます。さらに、田

中貴金属工業では、本製品を活用した試作提供から、ろう付（※1）プロセス、試験・評価といった顧客

のニーズに合わせたさまざまな提案が可能です。  

 

 

■ 本製品の特長と新工法の提案 ～高放熱化の実現と工程削減の両立が可能に～ 

性能向上 

・高放熱のヒートシンクで要求される、既存工法のエッチング（※2）では困難なセラミックへの厚い 

Cu 材の電極形成ができ、さらに配線のファインピッチ化が可能です。 

・溶剤を含まない材料である為、残渣がなく、接合信頼性が向上します。 

コスト低減 

・ろう材の厚みを 10μm（マイクロメートル）以下で形成可能なため、従来の活性金属ろう材に 

比べ銀地金のコストを半分以下に抑え、ろう材熱抵抗を半減できます。 

・Cu 材が複合化されているため、材料をセットするだけでパターン形成ができ、プロセスコスト 

の削減が可能となります。 

環境負荷低減 

・溶剤を含まない材料である為、VOC（揮発性有機化合物）が発生しません。 

さらに、ろう付時間が大幅に短縮されることで省エネルギーとなり、環境負荷低減も期待できます。 

活性金属ろう材/銅 複合材： 

左・複合材(銅側) 右・複合材(活性金属ろう材側) 

※本リリースは鉄鋼研究会へ配布しております。 

PRESS RELEASE 

複合材ろう付後： 

下側がセラミックス基板 



 

前記の特長により、本製品は半導体分野の幅広い用途における活用の可能性があり、特に、放熱分

野での展開が期待されます。 

 

■ 各放熱分野における本製品の貢献可能性 

パワーデバイス市場では、さらなる高出力化や高効率化が求められており、それに伴う発熱量の増

大で、各部材において高放熱・高耐熱・接合信頼性を持ち、さらに小型化にも対応する材料開発が急

務となっています。さらに、EV や HV などの環境型自動車市場、高出力レーザーダイオード市場、

PC、スマートフォンの市場などでの需要拡大が見込まれる次世代ヒートシンク（※3）市場においても

同様です。高放熱・高耐熱・接合信頼性を維持するためには、まず、Cu 板を厚くすることが求めら

れますが、厚い Cu 材への電極形成が可能で、エッチングを使用しないことにより接合信頼性が向上

する本製品は、高放熱化への貢献が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中貴金属工業では、2021 年より本格的なサンプル提供を開始し、さらに 2023 年からは量産体

制を整える予定です。今後も、顧客ニーズに合わせた製品開発を行っていくとともに、活性金属ろう

材のラインナップを拡充することも視野に、引き続き技術開発を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①活性金属ろう材/銅 複合材を 

回路状にプレス加工 

②マウント   ④完成 ③真空ろう

付 

※現行工法 

①セラミックスへのろう材ペースト塗布 ②銅板設置 ③真空ろう付 ④パターニング ⑤エッチング ⑥完成 

【提案工法による基板モデル】 

半導体チップ 

Cu（銅） 

セラミックス 

ヒートシンク 

活性金属ろう材 

セラミックス回路基板 



 

 

（※1）ろう付 

金属などを接合する方法の一つで、接合する母材よりも融点の低い合金（ろう）を溶かし、母材自体

を出来る限り溶融させないで行う接合方法。 

（※2）エッチング 

化学腐食とも言う。不要部分を溶解、浸食することにより、目的形状を得る工程として用いられる。 

（※3）ヒートシンク 

放熱・吸熱を目的として機械の構造の一部をなす部品。伝熱特性の良いアルミニウム、鉄、銅などの

金属が材料として用いられることが多いが、次世代ヒートシンクとしてグラファイト製のものも注

目されている。半導体素子の冷却、冷蔵庫・エアコン等の冷却器、自動車のラジエター・ヒーターな

どの用途がある。 

 

＜ 田中貴金属工業の活性金属ろう材について ＞ 

使用されている活性金属ろう材は従来品のアップデート版で、セラミックスへろう付できる銀（Ag）、

銅（Cu）、スズ（Sn）、チタン（Ti）系合金の活性金属ろう材です。AgCuSnTi 合金は、SnTi 化合物

が細かく分散しているため、ろう材の厚みを薄くした製造・供給に対応できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■TANAKA ホールディングス株式会社（田中貴金属グループを統括する持株会社） 

本社：東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビルディング 22F 

代表：代表取締役社長執行役員 田中 浩一朗 

創業：1885 年  設立：1918 年※  資本金：5 億円 

グループ連結従業員数：5,193 名（2020 年度） 

グループ連結売上高：1 兆 4,256 億 1,700 万円（2020 年度） 

主な事業内容：田中貴金属グループの中心となる持株会社として、グループの戦略的かつ効率的な

運営とグループ各社への経営指導 

HP アドレス：https://www.tanaka.co.jp 

※2010 年 4 月 1 日に TANAKA ホールディングス株式会社を持株会社とする体制へと移行いたしました。 

 

■田中貴金属工業株式会社 

本社：東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビルディング 22F 

代表：代表取締役社長執行役員 田中 浩一朗 

創業：1885 年  設立：1918 年  資本金：5 億円 

従業員数：2,453 名（2021 年 3 月 31 日） 

売上高：1 兆 2,510 億 6,689 万 7,000 円（2020 年度） 

事業内容：貴金属地金（白金、金、銀ほか）及び各種産業用貴金属製品の製造・販売、輸出入 

HP アドレス：https://tanaka-preciousmetals.com 

 

 

＜田中貴金属グループについて＞ 

田中貴金属グループは 1885 年（明治 18 年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い

活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用

貴金属製品の製造・販売ならびに、宝飾品や資産としての貴金属商品を提供。貴金属に携わる専

門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術が一体となって連携・協力し、

製品とサービスを提供しております。また、さらにグローバル化を推進するため、2016 年に

Metalor Technologies International SA をグループ企業として迎え入れました。 

今後も貴金属のプロとして事業を通じ、ゆとりある豊かな暮らしに貢献し続けます。 

田中貴金属グループの中核 5 社は以下の通りです。 

・ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社（純粋持株会社）  

・田中貴金属工業株式会社 

・田中電子工業株式会社  

・日本エレクトロプレイティング・エンジニヤース株式会社 

・田中貴金属ジュエリー株式会社 

 

 

 

＜報道に関するお問い合わせ＞ 
※新型コロナウイルス対策のため、一部、在宅勤務を実施しております。 

 在宅勤務期間中のお問い合わせは、メールにて受け付けております。 

大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

TANAKA ホールディングス株式会社 サステナビリティ・広報本部  

島野：k-shima@ml.tanaka.co.jp 加藤：rie-kat@ml.tanaka.co.jp  

共同ピーアール株式会社 担当：安田、中井、西室 

TEL：03-6260-4854 FAX：03-6260-6652 E-mail：thdpr@kyodo-pr.co.jp 

https://www.tanaka.co.jp/
https://tanaka-preciousmetals.com/
file:///C:/Users/miri.yasuda/Box/03TANAKAã��ã�¼ã�«ã��ã�£ã�³ã�°ã�¹/THDï¼�ç�£æ¥­ç�¨ï¼�/ã�ªã�ªã�¼ã�¹/ã��21å¹´7æ��20æ�¥ã��æ´»æ�§é��å±�ã��ã��å�¤ã�ªã�ªã�¼ã�¹/ã�ªã�ªã�¼ã�¹/k-shima@ml.tanaka.co.jp
mailto:rie-kat@ml.tanaka.co.jp
mailto:thdpr@kyodo-pr.co.jp

